FICHAS TECNICAS

© Menor formacion de vacios

© Menos defectos de deformacion

© Grandes capacidades de pausar para imprimir

© Definicion precisa de impresiones pequefias

@ Excelente humectacion con aleaciones sin plata o con poca
plata

© Extremadamente pocos residuos

© Velocidades de impresion de hasta 6”/s (150 mm/s)

La pasta para soldar NC259 de AIM se desarroll6 para uso con
aleaciones sin plata o con poca plata al mismo tiempo que
conservan el rendimiento de aleaciones SAC con alto contenido de
plata. NC259 demuestra capacidades de pausar para imprimir de >
8 horas mientras brinda alta eficiencia de transferencia y definicion
de impresion precisa. El sistema activador de NC259 promueve la
humectacién incluso en ausencia de plata y tolera temperaturas
pico de reflujo de hasta 260°C. Cuando se combina con SN100C®,
NC259 produce uniones de soldadura brillantes y lisas, y muestra
baja formacién de vacios en paquetes BGA y BTC. Los residuos
minimos después del proceso se mantienen transparentes incluso a
las elevadas temperaturas requeridas para aleaciones sin plomo.
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Hora
9 meses

Parametro
Vida Util en refrigeracion

Temperatura
0°C-12°C (32°F-55°F)
No agregar pasta usada a pasta sin usar. Almacenar la pasta
usada por separado; mantener la pasta sin usar sellada
herméticamente con un tapon interno o tapa de extremo
colocados. Consultar las pautas de la pasta de AIM para
obtener méas informacion. La aleacién y las condiciones de
almacenamiento pueden afectar la vida util. Consulte el
Certificado de Andlisis de NC259 para informacién especifica
del producto.

Antes del reflujo: DJAW-10 de AIM elimina con eficacia la
pasta para soldadura NC259 de plantillas durante el proceso.
Se puede aplicar DJAW-10 manualmente o usarse debajo del
equipo de limpieza de las plantillas. DJAW-10 no secara la
pasta NC259 y mejoraré las propiedades de transferencia. No
aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 a la parte
superior de las plantillas. No se recomienda el uso de
isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede usar como
enjuague final de las plantillas.

Residuo de fundente después del reflujo: Los residuos de
NC259 pueden permanecer en el ensamblaje después del
reflujo y no requieren limpieza. Para cuando sea obligatorio
limpiar, AIM trabaja estrechamente con socios de la industria
para asegurarse de que los residuos de NC259 se puedan
eliminar con eficacia con agentes removedores de flux
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comunes. Comuniquese con AIM para obtener informacion sobre la compatibilidad de limpieza.

PERFIL DE REFLUJO
Se puede hallar informacion de perfil detallada en http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements. Comuniquese con AIM
para obtener informacién adicional.

IMPRESION
Parametro Configuracion Inicial Recomendada
Presion de la Boquilla 0.9 -1.5 Ibs/pulgada de la navaja
Velocidad de la Boquilla 0.5 - 6 pulgada/segundo
Distancia de Desprendimiento Al Contacto 0.00 mm
Distancia de Separacion del PCB 0.75-2.0 mm
Velocidad de Separacion del PCB 3 - 20 mm/segundo

DATOS DE PRUEBA

Clasificacion IPC J-STD-004
Clasificacion IPC J-STD-004B 3.3.1

. J-STD-004B 3.4.1.1
Espejo de Cobre IPC-TM-650 2.3.32 BAJO

. J-STD-004B 3.4.1.2
Corrosion IPC-TM-650 2.6.15 PR

Haluros J-STD-004B 3.4.1.3

cuantitativos IPC-TM-650 2.3.28.1 Pt
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Cualitativa Haluros, | J-STD-004B 3.5.1.1 PASA
Cromato de Plata IPC-TM-650 2.3.33
Cualitativa Haluros, | J-STD-004B 3.5.1.2 .
Fluoruro Punto IPC-TM-6502.3.35.1 | S fluoruro
o .
11 !M_ _
£,
Resistencia Aislante | J-STD-004B 3.4.1.4 PASA 5 s
de la Superficie IPC-TM-650 2.6.3.7 5
Migracién J-STD-004B 3.4.1.5 PASA
electroquimica IPC-TM-650 2.6.14.1
ggff;g'g:‘}'l‘l’;‘( d:0 J-STD-004B 3.4.2.1 95.6%
oo ' IPC-TM-650 2.3.34 Tipico
volatiles
Determinacion J-STD-004B 3.4.2.2 E’OOJ// 4ﬂTg
Valor Acido IPC-TM-650 2.3.13 g
Tipico
Gravedad especifica | J-STD-004B 3.4.2.3 3.70
del flux ASTM D-1298 Tipico
. . J-STD-005A 35.1
Viscosidad IPC-TM-650 2.4 34 500 - 1000 Kcps
Visual J-STD-004B 3.425 | Cris Suave,
Cremosa
Prueba de Slump de
J-STD-005A 3.6
la Soldadura en IPC-TM-650 2.4.35 PASA
Pasta
Document Rev #NF6
Page 3 of 4

WWW.AIMSOLDER.COM
USA +1 401-463-5605

INFO@AIMSOLDER.COM

CANADA +1 514-494-2000

MEXICO +52 656-630-0032

ASIA +86 755-2993-6487

EUROPE +48 42-663-60-04



FICHAS TECNICAS

2
M

Solder plus Support

J-STD-005A 3.7

4 Horas

Bola de soldadura | IPC-TM-650 PASA
2.4.43 Q
Tack NC 259 Sn100C
100.00
80.00
% 60.00 ——
Fuerza de J+-STD-005A 3.8 48gf e~ /
adhesién TR Tipico & 40.00
2.4.44 P
20.00
0.00
0 2 4 6 8 10
Time (hrs)
J-STD-005A 3.9
Prueba de Wetting | IPC-TM-650 PASA
2.4.45

+ Toda la informacion es sélo para referencia. No deben utilizarse como especificaciones de productos entrantes ni para

el disefio de procesos. Consulte el certificado de analisis para obtener informacién especifica del producto.
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